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1. カーエレクトロニクスへの要求

1.1	 自動車が取り組むべき課題

　21世紀が環境の世紀といわれ，さまざまな取り組みが行
われている。さらに，2020年の東京オリンピック開催に向
けて，自動運転の実用化を目指す動きが加速している。こ
のような状況下で，自動車にはさまざまな電子制御システ
ムが装備され，多くの電子製品が搭載されている。複数の
制御システムが相互に連携を取りながら，車両全体を制御
する形態に進化している。そして，複数の電子機器の搭載
は，必然的に車両重量の増加を招く。機器の増加は，相互
のシステム連携の高度化に伴い，相互接続のためのワイヤ
ハーネスの本数・重量増加となる。
　環境分野では，継続的に各種規制が強化されていく。
2021年には，CO2排出量 95 g/kmの規制もスタートする。
そのために，各車両ではさらなる燃費向上を実現するため
に，車両本体の軽量化の技術開発が行われている。電子製
品もその対象であり小さく軽くが，強く求められている。
また，安全分野で語られることの多い自動運転は，従来か
ら期待されている安全性向上のほかに，環境面からも自動
車の効率的な運転利用，道路の効率的利用および，渋滞軽
減により CO2排出量低減にも期待がかかっている。
1.2	 車載電子製品への要求

　自動車向けの電子製品が高い品質を求められることは，
改めて指摘するまでもない。最近注目される自動運転で
は，いわゆる設計品質を中心とした高品質も注目されてい
る。本稿では，ハードウェアの信頼性に重点を置いて説明
する。まず，自動車の使用期間は年々延びており，車載製
品も長期の使用期間を想定した長寿命を中心にした信頼性
が，重要になってきている。電子製品の信頼性を左右する
のが，以前であれば電子部品そのものの信頼性であった。
しかし，現在では部品と回路基板の接続部，あるいは他の
相互接続部の不具合による信頼性低下が中心になっている。
そこで，信頼性に関してはこの接合部分に着目していく。
　また，車両燃費向上の実現のために，車載製品自体の小

型・軽量化が強く求められている。この要求は，先にも少
しふれたように，車両に多くの電子製品が搭載されるよう
になったこと，車両における居住スペースの拡大実現，各
電子製品側には各種規制対応を含めた機能の高度化，高精
度化が求められていること，などが背景にある。
　電子製品にとって，小型，軽量化の実現は，車両メーカ
にとってはもう一つのメリットを提供する。すなわち，電
子機器の搭載制約を緩和することである。電子製品の小型
化は，車両内の極小空間への設置を可能にする。特にエン
ジンルーム内は，さまざまな機器が搭載されており，機構
的に必然的に位置が決まる部品が多い。電子製品は，その
インターフェイス（接続）に自由度の高いワイヤハーネス
が用いられているため，搭載位置決めの順位は比較的低
く，最後に残るわずかな空間に搭載したいという車両メー
カの要求は高い（図 1）。
1.3	 小型化と信頼性の関係

　電子製品の小型化設計を実現しようとすると，電子製品
にはどのような影響が考えられるであろうか。一般的な電
子製品においては，回路部品の点数削減（従来から行われ
ている，半導体デバイスへの機能集約による 1パッケージ
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図 1.　車載用電子製品のニーズと実装技術への要求
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